[

>
Bild 5:
Der hohe Frequenz-
bereich erfordert den
Linsatz von Prézisians-
SMA-Buchsen. Ste
weisen mit ihren
geringsten Fertigungs-
teleranzen die definfer
ten Abmessungen auf
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Bild 6:

Uber einen Winkel
kommt der

CHA 5093TCF auf den
richtigen Litpads

zum Liegen
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Bild 7:

Der Autor nutzt das
Stereomikraskop, um die
typischen SMD-
Abmessungen eptimal
verarbeiten zu kénnen
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Bild 8:
Der Endstufen-IC
an seinem
endgiiitigem Flatz

WV Biid 9:
Besttickungsplan
der 24 GHz-PA

Das Justieren des Aluwinkels erfordert pré-
zises Arbeiten, um den Chip richtig posi-
tionieren zu kénnen. Unter dem Stereo-
Mikroskop (Bild 7) ist schnell zu erken-
nen, ob die Position stimmt. Mit dem An-
legen eines gréReren Winkels ist die Paral-
lelitdt zu den 50-0)-Leitungen zu priifen.
Unter dem Stereo-Mikroskop (Bild 8)
wird nun die SMD-Létpaste sparsam auf
die DC-Pads, die beiden HF-leitungen
der Platine und auf den Kiihl-Amboss auf-
getragen. Die einzelnen Zinnkigelchen
lassen sich mit einer feinen Nadel auf die
Pads schieben.

Position muss stimmen

Der Chip wird von oben mit einer feinen
Pinzette in der richtigen Position in den
Alu-Winkel gelegt (Bild 8). Die genaue
Position ist nochmals zu priifen. Nun
wird der KupferKithlktrper mit dem auf-
gelegten Chip auf die ca. 200°C heifle
Heizplatte gelegt.

Wenn vorher an den DC-Anschliissen am
Rand der Platine ein wenig SMD-Lot auf-
gebracht wird, kann man an diesen se-
hen, wenn der Zinnschmelzpunkt ein-
tritt, Aufierdem kann mit der Lupe das
Absenken des Chips durch Kapillarwir-
kung beobachtet werden. Nach ca.
10...15 s ist der Vorgang beendet und
man nimmt die KupferKihlplatte von
der Heizplatte. Langsames Abkiihlen des
Chips ist vorteilhaft.

Somit ist der schwierige Vorgang beendet
und man kann chmsch die ersten Mess-
versuche (Tabelle) machen (Achtung,
statische Aufladung):

Tabelle

Der groBe
Schreck: Warum
sind am RF-input
1,2 € vorhanden,
obwohl jeweils
am Ein- und Aus-
gang ein Koppel-
C im Chip inte-
griert ist. Nach
langerem Uberle-
gen lotete der
Verfasser den
Chip wieder her-
unter und prifte
alles kritisch. Bel

e

allen Pads fand
ein Ldtvorgang
statt, von einer

Stiickliste

Létbriicke war nichts zu sehen. Es han-
delte sich ja nicht um einen Kurz
schluss am Eingang, sondern um etwa
14

Auf telefonische Nachfrage bei der Lie-
ferfirma Richardson in Puchheim teilte
Herr Diillberg mit, dass am HF-input
auBerhalb des Koppel-Cs ein A/4-Stub
integriert sei — somit war das Problem
geldst.

Der Autor wiederholte daraufhin die
Prozedur mit dem Aufléten des Chips.
Durch das Ablsten wurde aber ersicht-
lich, dass alle Pads richtig angeldtet wa-
ren. Man konnte sich demnach auch
{iberlegen, beim ersten Versuch, wenn
der Chip in den Winkel gelegt wird,
diesen vor dem Erwdrmen nochmals
herunter zu nehmen und zu schauen,
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